(19) DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK

AMT FUER ERFINDUNGS- UND PATENTWESEN

2 , Wirtschaftspatent © ISSN 0433-6461

ErteiltgemaeR § 5 Absatz 1 des Aenderungsgesetzes

PATENTSCHRIFT

(1 ?5@3 ?@

zum Patentgesetz . ' lnt.Cl.S 3(51) G 01 R 31/26

In der vom Anmelder eingereichten Fassung veroeffentlicht

WP G 01 R/ 2269 020 ©(22)  09.01.81 : ‘ {44)

21} 02.03.83
61) 149965

(71)  siehe (72)

{72  STAUDTE, BERND:DD;

(73) sieche (72) .

(74) - H. KUEGLER, VEB CARL ZEISS JENA, BFS, 6900 JENA, CARL~ZEISS-STRASSE 1

(54) LABORATIVES TESTGERAET ZUM PRUEFEN VON HALBLEITERBAUELEMENTEN

(57) Bei einem laborativen Teétgeréf gemaR DD-PS 149965 zum Priifen von

Halbleiterbauelementen, bei dem durch Kontaktierung mittels grobverschiebbar und verdrehbar
angebrachter Sonden statische und dynamische Parameter gemessen werden, soll die
Anwendbarkeit universeller gestaltet sowie die Zuverlassigkeit und die Lebensdauer des zur
Prifung kontaktierten Materials erhdht werden. Deshalb ist eine Sondenaufhéngung zu schaffen,
die eine in der Bewegungsfreiheit des Sondensystems uneingeschiankte und fiir die
Kontaktierungsstellen zerstérungsarmere Kontaktierung und Priifung des zu untersuchenden
Materials ermdglicht. Erfindungsgemaf sind die einzelnen Sonden jeweils (iber vorzugsweise
keilformige und mit den Sonden verschraubten Distanzstiicken in einer Winkellage zur
Sondentrégerscheibe an deren Unterseite angebracht.
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Titel der Erfindung:

Laboratives Testgerdat zum Priifen von Halbleiterbau-
elementoen : , -

Anwendungsgebiet der Erfindung:
Die Erfindung betrifft ein laboratives Testgerit gemiB
DD=PS 149 965 zum Priifen von Halbleiterbauelementen, bei

- dem durch Kontaktierung mittels an einer Sondentriger-
scheibe grobverschiebbar und winklig verdrehbar ange-

brachter Sonden statische und dynamische Parameter gemes-
sen werden, mit einem auf einem verschiebbaren Kreuztisch
liegenden Chiptableau zur Aufnahme der Halbleiterbauele-
mente, mit dem iiber dem Chiptableau zur Kontaktierung

- absenkbar angebrachten und MeBbuchsen enthaltenden Soun-

densystem sowie mit einem an einem Stativ vertikal ver-
stellbar iiber dem Sondensystem angeordneten Mikroskop.

Charakteristik der bekannten technischen Losungen:

~ Als Haupterfindung DD-PS 149 965 ist ein laboratives

Testgerdt zum Priifen von Halbleiterbauelementen bekannt,
bei dem ein Chiptableau zur Aufnahme des zu prilfenden
Materials auf einem in x-, y-=, z- und -Richtung verstell-
baren Kreuztisch aufliegt. Uber dem Chiptableau ist ein

~zur Kontaktierung des Halbleiterbauelementes absenkbarss

Sondensystem mit MeBbuchsen angeordnet. Mittels eines Mi-
kroskops, das iiber dem Soudensystem angebracht und an ei-
nem Stativ vertikal verstellbar ist, wird das Halbleiter-
bauelement beil der Kontaktierung betrachtet. Das Sonden-
system besteht aus einer Sondentrigerscheibe, auf der ein
kreisformiger Melbuchsentrdger mit auf dessen Umfang ver—
teilten MeBbuchsen aufgéschraubt ist. Uunter der Sonden-
trédgerschelbe sind eine Reihe von grobverschiebbaren

und winkllig verdrehbaren Sonden in einer kreisférmigen
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Anordnung schraubbar an der Sondentrigerscheibe befestigt.

Die Art und Weise der Sondenbefestigung 148% allerdings nur

in begrenztem Umfang in Bezug auf die Verschiedenartigkeit

der Halbleiter, insbesondere deren geometrische Form, eine
Kontaktierung zu. ’ | v

Damit ist die universelle Anwendbarkeit des Testgerdtes einge-
"schrinkt, Unter Umstdnden ist je nach dem zu prifenden Objekt
(vorwiegend bei flachen Chips), bedingt durch das Absenken des
Sondensystems, ein Aufsetzen des Sonhdenkdrpers auf dem Chip-
tableau m¥glich, wodurch die Manipulierbarkeit in der Bewe-
gung der Sondenspitze begrenzt wird, Durch vorgegebenen Win-
kel und I&nge der Sondenspitze sowie'den daraus resultieren-
den Abgleitweg (bedingt durch federnde PFilhrung der Sonden-
spitze) wird die Kontaktierungsstelle erheblich mechanisch be-
lastet, Die Beschiddigungen der Kontaktierungsflichen beeinflus-
sen die Lebensdauer und Zuverlissigkeit des gepriiften Materi-
als.

Ziel der Erfindung:

Ziel der Erfindung ist eine universelle Anwendbarkeit des Test-
gerdtes sowie die Erhdhung der Lebensdauer und Zuverlissigkeit
des bei der Priifung kontaktierten Materials.

Darlegung des Wesens der Erfindung:

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, auf mdglichst einfa-
che Art und Weise fiir das Testgerit eine Sondenaufhdngung zu
schaffen, die eine in der Bewegungsfreiheil des Sondensystems
 uneingeschrinkte und fiir die Kontaktierungsstellen zerstdrungs-
drmere Kontaktierung und Priifung des zu untersuchenden Mate-
rials ermdglicht,

(Erfindungsgeméﬁ wird diese Aufgabe bei einem laborativen Test-
~gerdt zum Prifen von Halbleiterbauelementen, bei dem durch
Kontaktierung mittels an einer Sondentrdgerscheibe grobver-
schiebbar und verdrehbarrangebrachter'Sonden‘statisché und
dynamische Parameter gemessen werden, mit einem auf einem:ver—'
stellbaren Kreuztisch liegenden Chiptableau zur Aufnahme der
Hélbleiterbauelemente, mit dem iiber dem Chiptebleau zur Kon-
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taktierung absenkbar angebrachten und MeBbuchsen enthelten-
den Sondensystem sowie mit einem an einem Stativ vertikal

~verstellber iiber dem Sondensystem angeordneten Mikrogkop, da=~

durch geltst, daB die einzelnen Sonden mittels Distanzstiik-
ken jewells in einer definierten Winkellage zur Sondentri-

. gerscheibe an der Unterseite der Sondentrigerscheibe ange-

bracht sind.

Es ist vorteilhaft, wenn die Distanzstiicken keilfSrmig und
jeweils mit den Sonden verschraubt sind. Dadurch wird ein-
mal die Winkellege eindeutig bestimmt und zum anderen ein
reibungsirmeres Gleiten der Sonde beim Justieren gewdhrlei~
stet,

Die Sonden sind in einem bestimmten vertikalen Winkel zur
Sondentrigerscheibe angeordnet. Dadurch wird die Manipulier—
barkeit im vertikalen Bereich und beim seitlichen Justieren
der Sonden wegentlich erhdht, '

Der Befestigungsteil der Sonde gewshrleistet aufgrund der
Winkellage die uneingeschrinkte Manipulierbarkeit der Sonden-
spitze, was insbesondere bei kurzen Sondenspitzen relerant
ist. Selbst beim Priifen von sehr flachen Halbleiterchips wird
somit ein Aufsitzen des Sonden-Befestigungsteils auf dem
Chiptableau vermieden. :

Da die Sonotrode der Sonde federnd gefthrt ist, ergibt sich
in Abhingigkeit des Sonotrodenwinkels zrangsliufig eine be-
stimmte Wegldnge des Abgleitens der Sondenspitze auf der Xon-
taktierungsstelle., Durch die erfindungsgemife Winkelanordnung
dexr gesamten Sonde wird diese unerwinschie Weglédnge beim Ab-
gleiten der Sondenspitze verkleinert, Auf diese Art und Weise

‘wird eine geringere Beschidigung der Kontaktierungsfliche er-

zielt, was zu einer Erhdhung der Zuverldssigkeit und der Le-
bensdauer des kontaktierten Neterials Fiihrt.,

Augfihrungsbeiapiel:

Die Zusatzerfindung soll anhand eines in der Zeichnung dar-
gestellten Ausfilhrungsbeispiels ndher erliutert werden, De-
bei sei auf das Ausfihrungsbeispiel mit Zeichnung der Haupt-~
erfindung verwiesen. '
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In der Zeichnung zeigen: - '

Pig. 1: ErfindungsgemiBe Sondenaufhingung einer Sonde des
' Sondensystems

Pig. 2, Abhéngiékeit~des Abgleitweges der Sondenspitze auf
FPig, 3: der.Kontaktierungsstélle vom Winkel der Sondenspitze

In Figur 1 sei die erfindungsgemiBe Sondenanordnung im Sonden-
system an der Befestigung einer der Sonden demonstriert. An
eine Sonde 21 mit einer Sondenspitze (Sonotrode) 29 ist ober-
halb ein keilfdrmiges Distanzstiick 30 mittels einer Senk-
kopfschraube 31 angeschraubt, Das Distanzstiick 30, das mit
seiner Unterseite an das Oberteil der Sonde 21 festgeschraubt
ist, besitzt:oben eine mit Innengewinde versehene Bohrung 32

- zur Aufnahme einer Vierkantschraube 33, ¥Mit der in einer

Langlochbohrung 20 einer ringfSrmigen Sondentriger-scheibe 19
gefihrten Vierkantschraube 33, die einen angedrehten Bund 34 -
hat, wird das Distanzstiick 30 an der Unterseite der Sonden-
trégerscheibe 19 befestigt. Die Sondentridgerscheibe 19 und
deren Anordnung am Testgerdt ist im Ausfihrungsbeispiel der
Haupterfindung, insbesondere durch Fig, 2 und Fig. 3 der
Zeichnung hinreichend beschrieben, Mit der Vierkantschraube
33 in der Langlochbchrung 20 kann die Sonde 21 iliber das mit
der Sonde 21 fest verbundene Distanzstiick 30 lidngs der Lang-
lochbohrung 20 verschoben und in gewissen Grenzen winklig
verdreht werden, ) :

Durch. das keilfdrmige Distanzstiick 30 ist die Sonde 21.in
einer Winkellage zur Sondentrigerscheibe 19 angeordnet. Die-
se Winkellage bewirkt eine VergrdBerung eines Winkels‘fder

Sondenspitze 29 zur Waagerechten (MeBtischebene).

Der Winkel' der Sondenspitze 29 wird ferner durch einen vor-
gegebenen Winkel%'der abgewinkelten Sondenspitze 29.besfimmt.
Die Sondenspitze 29 ist (in der Zeichnung der Ubersicht we-
gen nicht dargestellt) federnd gefiihrt, Beim Absenken des
Sondensystems mit der Sondentrégerscheibe 19 und der Sonde 21
zur Kontaktierung gleitet die SbndenSpitze 29 auf der Kon-

taktierungsstelle zwangsldufig um einen Abgleitweg AS ab

(in Richtung der HMeBtischebene), Durch Versteilerung der
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Sondenspitze 29 (VergrdoBerung des Winkels Vé) wird die. Ildnge
des AbgleitwegesAS verringert (siehe Figuren 2 und 3!). Eine
Verringerung des Abgleitwegeszls bringt eine zerstbrungsirme-
re Kontaktierung der Sondenspitze 21 auf der in der Zeichnung
nicht dargestellten Kontaktierungsstelle mit sich.

-5 -

Damit wird das zu testende Beuelement bei der zur Priifung er-
forderlichen Kontaktierung weniger stark beschidigt. In Kon-
sequenz dessen erhéht sich die Zuverlidssigkeit uvwnd Lebens=
dauer des geprhften (xontaktierten) Bauelements.,

AuBerdem ergibt sich durch die Winkellage der Sonde 21 eine
verbesserte Manlpullerbarﬁelt, da die Sonde 21 auch bei der
Prﬁfung von schr flachen Halbleitermaterialien beim Absenken
des Sondenq ratems nicht auf dem Chiptableau zur Auflage kom-
men kann und in ihrer zur Kontaktierung erforderlichen Beweg-.
lichkeit gehindert wird. » '
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Erfindungsanspruch:

1. Laboratives Testgerit gemaﬁ DD«PS 149 965 zum Priifen
von Halbleiterbauelementen, bei dem durch Koutaktierung
mittels an einer Sondentrdgerscheibe grob- und fein-
justierbar und winklig verdrehbar angebrachter Sonden

statische und dynamische Parameter gemessen werden, mit
einem auf elnem verstellbaren Kreuztisch liegenden Chip-
tableau zur Aufnahme der Halbleiterbauelemente, mit dem
iber dem Chiptableau zur Kontaktierung absenkbar ange-
brachten und MeBbuchsen enthaltenden Sondensystem sowie
mit einem an einem Stativ vertikal verstellbar {iber dem
Sondensystem angeordneten Mikroskop, gekennzelchnet da-~
durch, daf die einzelnen Sonden mittels Distanzstiicken
jeweils in einer Winkellage zur Sondéntrégersoheibe an

der Unterseite der Sondsuntridgerscheibe angebracht sind.

2. Laboratives Testgeridt nach Punkt 1, gekennzeichnet da-
durch, daB die Distanzstlicken keilformig und jeweils mit
den Sonden verschraubt sind.

Hierzu 1 Sgite Zeichnungen

WG /Rbg/Wi
17.11.1984
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